
本カタログに掲載されている特性データなどは当社の測定したデータであり、お客様のご使用時の製品特性を保証するものではありません。

Copyright©2011 Arisawa Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved. ’25.07.01 (A)

お問合せ先 東京本社 東京都台東区柳橋2丁目12番5号 Tel：03-3861-1110

関西営業所 大阪市西成区津守3丁目7番27号 Tel：06-4703-3168

低誘電カバーレイ

『C33 シリーズ』

構成

特徴

・低誘電率、低誘電正接を有するカバーレイです。

誘電率(Dk)：2.60、誘電正接（Df)：0.0026 ＠10GHz

特性

使用例

・5Gスマートフォン

・アンテナ基地局

・ADAS（先進運転支援システム）

接着剤

セパレーター

ポリイミド

項目 単位 C33

ポリイミド厚さ µm 12.5

接着剤厚さ µm 25

誘電率
(10GHz）

カバーレイ - 2.95

接着層 - 2.60

誘電正接
(10GHz)

カバーレイ - 0.0053

接着層 - 0.0026

引きはがし強さ
(1oz Cu引き,90°方向)

N/cm 8.5 

はんだ耐熱性 ℃ 300

＜伝送損失＞

絶縁層 50μm

銅箔 12μm (GND)

銅箔 12μmCVL-Adh. 25µm

インピーダンス:50Ω
回路長:5cm
回路厚さ12µm

測定サンプル構成

プレス条件：

160℃×3MPa×保持45分

■製品外観

C33

弊社汎用CVL

FCCL：PKHW 2012RAM

CVL-PI  12.5µm

EMI シールドフィルム
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